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IPC-TM-650 测试方法2.6.25 耐导电阳极丝（CAF） 
及其他内部电化学迁移（ECM）测试用户指南

1 范围

本文件是IPC电化学迁移（ECM）技术组的成果。本文件的目的是为如何更好地使用IPC-TM-650测试方法2.6.25《耐导
电阳极丝（CAF）测试》以及其他内部电化学迁移（ECM）测试提供指南，以评估机械应力、层压板材料断裂、离子污
染、压合层压板前湿气含量以及其它材料加工特性在层压材料中形成的导电路径，例如导电阳极丝（CAF），一种特殊
类型的ECM失效模式，对测试结果的影响。该内部ECM测试方法提供了一个已经证实的标准，用于确定由于通孔偏移从
而显著降低内部导体间绝缘电阻情况的风险，该现象发生在层压板内部，而不是在印制板的表面上。

2 背景

近年来，随着电路板设计在减少间隙、尺寸和/或更高电压方面的进步，行业中的内部电化学迁移（ECM）责任关注有
所增加。ECM失效描述了导致内部绝缘电阻下降的任何现象，包括导电阳极丝（CAF）的形成，弱聚合物树脂键合，空
心纤维，树脂与增强玻璃纤维的润湿性差，外来杂质或污染，孔壁粗糙以及镀覆孔中过度的芯吸。通过测试附连板在
温度、湿度和偏压条件下的绝缘电阻是用来检查这些缺陷的方法。鼓励本文件的用户可以去熟悉IPC-9201《表面绝缘
电阻手册》，以便更好地区分内部ECM失效和可能与之混淆的表面绝缘电阻（SIR）失效。

3 目的

本用户指南基于对以下三个产品目标的了解，提出关于确定通过/失效准则的测试问题：

a) 长期可靠性要求是什么？

b) 在给定电压下，要求最小间距为多少？

c) 评估内部ECM失效风险。

4 介绍

内部电化学迁移(ECM)，包括发生在印制板内部的导电丝
生长，并可能在显微镜下可见或不可见。它往往是由于相
邻层压材料的断裂或缺损（即“pathway”路径），导致其
形成。图4-1，4-2，4-3, 4-4显示了可见的导电丝生长范
例，在选定的的温度、湿度以及偏压条件下确定多层板内
部要素之间的可靠性时，可能会失效。

图4-1中所示的高倍率照片，显示了PCB去掉第一层（顶
层）后，在其镀覆孔与第2层的接地层之间暴露出一个几乎
短路的状况。

如果树脂/增强材料粘接强度和抗机械应力降低，不良的层
压和/或有缺陷的半固化片材料可能促成导电细丝的形成或
早期的测试失效。

图4-2给出了同一个导电丝的两种显微剖切图，其失效分析
显示出从孔壁到第3层电路层几乎短路的情况。

图4-1 内部导电丝范例 [图片由Matsushita提供]




